-aser.



Konzern-Kennzahlen

1999 1998 1997

Umsatz (in Mio. DM) 38,6 31,9 29,6
EBIT 9,5 81 8,0
Cash-flow 7,6 54 6,4
Sachinvestitionen 5,6 25 2,3
Gewinn je Aktie (in DM) 2,10 1,90 1,89
Umsatz nach Landern (in Mio. DM)

Inland 8,5 84 71

Ubriges Europa 8,1 8,3 6,7

Nord-Amerika 114 7,6 73

Asien 10,1 73 7,1

Sonstige 0,2 0,3 0,3
Umsatz Produkte (in Mio. DM)

Laser 17,2 15,6 12,8

Rapid Prototyping 17,1 134 14,1

Schablonen 34 2,1 1,9

Sonstiges 0,9 0,8 0,8
Mitarbeiter 122 92 85
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GruRwort des Vorstandsvorsitzenden

Sehr geehrte Aktionarinnen,
sehr geehrte Aktionare,

das Jahr 1999 war das erste ,normale” Geschéftsjahr
der LPKF Laser & Electronics als Aktiengesellschaft. Es
zeigte sich fur Sie als unsere ,,shareholder” und uns als
Vorstand, dass wir uns gemeinsam auf einem guten
Weg befinden: die eher konservativen Prognosen tber
Erlése und Ertrag trafen fast punktgenau ein. Die
Kursentwicklung belohnte diese Politik reichlich. Die
Aktiondre freut’s. Der Vorstand fuhlt sich durch den so
deutlich werdenden Erwartungsdruck aber noch star-
ker in die Pflicht genommen.

Nun, bei den vielen Informationsgespréachen, die wir in
den vergangenen Monaten mit Investoren und Analys-
ten fuhrten, haben sich zwei Eindriicke herauskristalli-

siert:

Auf der einen Seite zeigt sich, dass das Interesse an un-
serem Unternehmen sehr grof ist und noch standig
weiter wachst. Die Experten trauen uns offensichtlich
noch einiges zu. Zum anderen nimmt das Verstandnis
fiir unsere hochtechnologischen Produkte zu.

Ein Beweis fur mich, dass ich mit meinem Anliegen auf

dem richtigen Weg bin, Produkte und Strategien unse-
ren Aktiondren und denjenigen, die uns zu bewerten
haben, noch verstandlicher zu machen. Deswegen nut-
zen wir auch diesen Geschaftsbericht wieder, lhnen
unsere innovativen, richtungsweisenden Produkte zu
présentieren und sie zu erkléren.

Naturlich profitieren wir vom aktuellen Trend zur Mi-
niaturisierung. Der gegenwértige Handy-Boom, dessen
Ende noch lange nicht abzusehen ist, weil neue Anwen-
dungen wie SMS und WAP dazukommen, befllgelt
unser Geschaft. Das wichtigste Erfolgskriterium fir ein
Unternehmen ist, zur richtigen Zeit mit dem richtigen
Produkt am Markt zu sein. Und das ist uns gelungen.

Da die Produktzyklen permanent kiirzer werden, mus-
sen Elektronikentwickler, wo auch immer auf der Welt,
in die Lage versetzt werden, Produktideen sehr schnell
in die Produktrealitit umzusetzen. Time-to-Market
bzw. Time-to-Profit sind nicht nur Schlagworte, son-
dern entscheiden Uber Erfolg oder Misserfolg des neu-
en Projektes.



Als Marktfihrer fur Rapid Prototyping in der Elektro-
nikindustrie weltweit setzen wir den Standard. In-house
Prototyping ist mehr und mehr fiir die Entwickler ein
Muss und genau das ist die Message unseres Marke-
tings. Wochenlange Wartezeiten auf Prototypschaltun-
gen machen wir Uberfliissig. Der um mehr als die Halfte
erhohte Auftragseingang in 1999 beweist, dass die Bot-
schaft auch angekommen ist. Hier liegen noch grofRe
Absatzpotenziale fir uns. Und dass wir als einziger Her-
steller Lasertechnologie fur Feinstleiterprototypen an-
bieten, das ist der i-Punkt auf dieser Erfolgsstory.

Zur Montage von Chips auf Leiterplatten werden
Druckschablonen benétigt, die ein hochprazises Auftra-
gen von Lotpaste auf die Leiterplatte ermdglichen. Dies
ist jetzt schon machbar, wird aber in den néchsten Jah-
ren ein Zwang fir die gesamte Elektronikproduktion
sein. Auch hier setzt LPKF mit der lasergeschnittenen
Schablone einen Standard. Auf der ganzen Welt weil
der Elektronikmarkt, dass damit die Ausschussquote in
der Bestlickung drastisch gesenkt wird. Davon profitie-
ren Wachstumsbranchen der Mikroelektronik, wie Tele-
kommunikation, Computer, Medizin- und Steuerungs-
technik.

Entwicklung der Mobilfunkteilnehmer
in Deutschland in Millionen
(Quelle: Plica Marktforschung Analyse, Miinchen)
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Hochste Prézision wird natlrlich auch bei der Leiter-
platte selbst verlangt. Sie muss in der Lage sein, immer
winzigere elektronische Komponenten aufzunehmen.
Mit hohem technologischen Einsatz wird versucht,
Kompromissldsungen zu finden, um in chemischer Atz-
technik Leiterbahnstrukturen zwischen 50 pm und 100

pum bei moglichst geringer Fehlerquote herzustellen.

Die neuen von LPKF entwickelten laserstrukturierten
Leiterplattenverfahren, die inzwischen am Markt sind,
haben einen neuen technologischen Standard gesetzt.

LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen
10.500.000 DM

LPKF d.o.0.,

Kranj, Slowenien, 1.500.000 SIT -
75% 60 %

LPKF Motion & Control GmbH,
Suhl, Thiringen, 192.000 DM -

LPKF Laser & Electronics Inc.,
Wilsonville, Oregon/USA, 100 US $

LPKF Franklin Industries N.V.
Mechelen, Belgien, 9.980.000 BF

50,94 % 100 %

ELASER GmbH, LPKF Laser & Electronics France

Suhl, Thiringen, 50.000 DM - Lisses, Frankreich, 50.000 EUR
100 % 94 %
A-LASER, J
Beaverton, Oregon/USA, 250.000 US $
20% /380 %
LPKF Laser Components GmbH, LPKF Properties LLC

Garbsen, 25.000 EUR -+

80 % 60 %

Natdrlich dauert es seine Zeit, auf ein vllig neues Tech-
nologiekonzept umzustellen. Viele Gespréche mit Elek-
tronikkonzernen beweisen uns aber, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Das gilt sowohl fur den aktuell stark
wachsenden Markt der flexiblen Leiterplatte als auch
spater flr die Fertigung von dreidimensionalen Leiter-

bahnenstrukturen, wo wir auch ganz vorne marschieren.

Eines ist aber sicher: LPKF hat sich und wird sich nicht
auf seinen Lorbeeren ausruhen. Wir haben es immer
wieder verstanden, mit neuen Technologien Standards
zu setzen, Marktfihrer zu werden und zu bleiben. Der
Borsengang hat uns in die Lage versetzt, noch schneller
die Umsetzung dieser Ziele durch Investitionen in Pro-
duktionsanlagen und umfassendes weltweites Marke-
ting zu erreichen. Unsere geschéftliche Basis sind die
Htraditionellen” Produktgruppen Rapid Prototyping
und StencilLaser mit ihren starken Wachstumsraten.
Mit unserem MicrolineLaser ist uns im Bereich der la-
sergestitzten Mikrostrukturierung von Schaltungen die
Einflhrung einer neuen Technologie gelungen, deren
Auswirkungen auf den Elektronikproduktionsmarkt
noch gar nicht absehbar ist.

Diese innovativen Fahigkeiten haben uns auch zum ge-
fragten Kooperationspartner gemacht. Erste Vertrdge
Uiber technisch-strategische Partnerschaften sind abge-
schlossen: so mit der Mania AG und der Atotech
Deutschland, einer Tochter der gréf3ten franzdsischen
Industriegruppe EIf Aquitaine. Und Weiteres ist ange-
dacht. Es ist spannend, und es bleibt auch weiter so.

oo M

Bernd Hildebrandt
Hannover, 23. Méarz 2000

Wilsonville, Oregon/USA, 100 US $




LAGEBERICHT LPKF KONZERN 1999

Darstellung des Geschéaftsverlaufs

Entwicklung von Branche
und Gesamtwirtschaft

Das weltweite Marktvolumen bei der Produktion elek-
tronischer Gerdate wird im Jahr 2000 erstmals die Gren-
ze von einer Billion Dollar (englisch 1 Trillion Dollar)
tibersteigen. 1999 lag es noch bei 980 Mrd. US $. Uber
40 Jahre hinweg bedeutet das eine durchschnittliche
jéhrliche Wachstumsrate von mehr als elf Prozent. Laut
VDMA wird bei diesem Wachstumstempo bis zum
Jahre 2005 mit einem Produktionswert von ca. 2.000
Mrd. US $ gerechnet.

Als Indikator fur LPKF kann der weltweite Leiterplat-
tenmarkt zugrunde gelegt werden. Dieser wuchs welt-
weit pro Jahr durchschnittlich um sechs bis acht Pro-
zent. Der deutsche Markt konnte mit dieser
Entwicklung nicht mithalten. Sein Wachstum betrug
1998 — neuere Daten liegen nicht vor — nach Angaben
des ZVEI nur 2,8 Prozent. Tragende S&ulen des Wachs-
tums werden auch weiter Telekommunikation, Daten-

technik und Kfz-Elektronik sein.

Der Trend verlagert sich verstarkt auf Produktions-

techniken fiir neue Halbleitergenerationen. Der Anteil

der Chips in CSP-Ausflihrung, der heute bei zwei Pro-
zent liegt, wird bis zum Jahre 2005 bereits bei 20 Pro-
zent liegen. Von dieser Entwicklung profitiert insbe-
sondere die LPKF-MikrolineLasertechnologie.

Die Innovationszyklen in der Elektronik liegen inzwi-
schen bei zwei Jahren, d.h. in dieser Zeit ist ein Produkt
bereits veraltet. Diese immer kirzer werdenden
Zeitrdume bedeuten starke Zuwéchse bei der Zahl der
Neuentwicklungen und somit gute Marktchancen fur

LPKF im Rapid Prototyping Bereich.

Umsatzentwicklung

Der Umsatz im Bereich Rapid Prototyping, und dabei
besonders bei den Frasbohrplottern, wuchs im Berichts-
jahr kréaftig um 26,8 Prozent. Mit dem neuen ProtoMat-
Modell C 30, das im April/Mai in den Markt eingefiihrt
wurde, konnte ein weltweiter Standard gesetzt werden.

Laser
45%

Schablonen 9 %

Rapid Prototyping
44%

Sonstige 2 %



Im Bereich StencilLaser erhéhten sich die Erlése um
9,1 Prozent einschlieflich der Ersatzteillieferungen
und Dienstleistungen. Im Neuanlagengeschéft wurde
das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr erzielt. Polymer-
StencilLaser wurden 1999 noch nicht verkauft. Aller-
dings wurden Polymerschablonen als Dienstleistung
durch die Tochterfirma Elaser abgesetzt und dadurch
die Markteinfiihrung positiv beeinflusst. Mit ersten
Verk&ufen wird in 2000 gerechnet.

Die geplante Markteinflihrung des MicrolineLasers
verschob sich vom V. Quartal 1999 in das I. Quartal
des neuen Jahres. Ein im Dezember miindlich abge-
schlossener Verkaufsvertrag aus dem Medizinbereich
wurde inzwischen im Januar 2000 schriftlich bestétigt.

Die Umsétze verteilten sich auf die Lander wie folgt:

Nord-Amerika ':;'ﬁ/:
0% (davon Japan
11,29 %)
restliches Europa Deutschland
21% 22 %

Andere 1%

Die Umsatzverteilung nach Landern ist ausgewogen
und beinhaltet eine gute Risikoverteilung. Es gibt we-
der Abhéngigkeiten von Ldndern noch von Grof3unter-

nehmen.

Produktion und Beschaffung

Die Produktion von Fréashohrplottern einschlieBlich
Zubehor sowie Laserquellen erfolgte auch im Berichts-
jahr bei LPKF Slovenia d.0.0./Kranj, wobei der Qua-
litdtsstandard deutlich verbessert wurde. Technische
Verbesserungen bzw. Neukonstruktionen wurden teil-
weise direkt vor Ort realisiert. Die Beschaffungspreise
blieben weitgehend stabil. Einzelkomponenten werden
weitgehend von LPKF d.o.o. direkt beschafft. Endkon-
trolle bzw. Endmontage finden dagegen unverandert
bei LPKF Laser & Electronics AG in Garbsen statt. Im
Jahr 2000 soll die Standardisierung nach ISO erfolgen.

Derzeit sind keine Risiken im Produktions- bzw. Be-
schaffungsbereich erkennbar.

Investitionen

Im Herbst 1999 wurde der Neubau am Stammsitz in
Garbsen (Gesamtvolumen ca. 4,5 Mio. DM) mit dem
Ziel begonnen, ihn bis September 2000 fertig zu stel-
len. Darliber hinaus wurde ein MicrolineLaser-System
fertiggestellt, das derzeit fur Bemusterung und Marke-
tingzwecke eingesetzt wird. Die Investitionen betrugen
0,4 Mio. DM.

Im FuE-Bereich im Stammwerk Garbsen bzw. bei dem
FuE-Partner Fachhochschule Lage in Lippe/Lemgo
wurde in Gerate im Wert von 1,06 Mio. DM investiert.

Fur das Geschéftsjahr 2000 sind Investitionen im Be-
reich FUE-Lasersysteme inshesondere flir die Koopera-
tionen Atotech und Mania und fur die Endentwicklung
des 3D-MID Lasers geplant. Des Weiteren sind Investi-
tionen fiir den Service von StencilLasern und fir die
Qualitatskontrolle vorgesehen.

In den USA wurde fuir LPKF Laser & Electronics Inc.
ein neues Firmengebdude errichtet, um die rdumlichen
Erfordernisse den steigenden Umsétzen anzupassen.
Das Firmengeb&ude ist im Besitz der LPKF Properties
LLC, die zu 60 Prozent von LPKF Laser & Electronics
AG gehalten wird.

Die deutsche Elaser GmbH hat sich mit 80 Prozent an
der A-Laser Inc. beteiligt. Damit ist kiinftig die Ein-
fuhrung neuer Produktionsprozesse auch in den USA
sichergestellt. A-Laser soll sich im Jahr 2000 insheson-
dere um die Einflhrung von Polymerschablonen in
den USA kiimmern, um den Verkauf dieser Systeme
durch die LPKF AG zu ermdglichen.

=
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Finanzierungsmafinahmen

Mit dem Mittelzufluss aus dem Boérsengang Ende 1998
wurden sémtliche Kosten und Investitionen im Bereich
FUE beglichen. Auch die Ubernahme von Firmenantei-
len bzw. Kapitalanlagen fur Neugriindungen wurden
damit finanziert. Dies betraf A-Laser/Oregon, LPKF

Motion & Control/Thuringen, LPKF Franklin/Belgien
sowie als Neugrtindung LPKF France S.A.R.L./Paris.

Dariiber hinaus wurden sémtliche mittel- und langfri-
stigen Kredite abgeldst.

Der Neubau in Garbsen wird durch einen langfristigen
Kredit fremdfinanziert.

Personalbereich

Im Berichtsjahr 1999 wurde die Zahl der Mitarbeiter
von 92 auf 122 aufgestockt. Der Schwerpunkt lag in den
Bereichen Produktion, Verkauf sowie Technik und Ver-
waltung. Die Einstellung von gutem Fachpersonal ist
zur Zeit ohne weiteres moglich.

Lage der verbundenen
Unternehmen

Elaser GmbH

Die Umsdtze in 1999 bewegten sich auf ahnlichem Ni-
veau wie 1998. In 2000 sollte eine Belebung durch Po-
lymerschablonen stattfinden. Um ihrer strategischen
Bedeutung gerecht zu werden, hat die Elaser GmbH 80

Prozent der Anteile an der A-Laser Inc. lbernommen,
die damit zu 100 Prozent dem LPKF Konzern angehort.

A-Laser Inc.

Die Gesellschaft soll mit einem Endkundenservice
neue Produkte und Produktionsverfahren in den USA
einfuhren. Fur 2000 ist vorrangig die Einfihrung der
Polymerschablone in den USA geplant.

LPKF Motion & Control GmbH

Die Beteiligung wurde auf 51 Prozent erhoht. Im Be-
reich der Produktion lag die Firma gut im Plan. Die
Entwicklung ist durch die Einstellung neuer Mitarbei-
ter intensiviert worden. Zur Zeit sind neue Steuerungs-
systeme sowie Antriebe fur die Kooperationen mit Ato-
tech und Mania in Arbeit.

LPKF d.o.o.

Die Qualitat der gelieferten Frasbohrplotter-Systeme
wurde durch aus Slowenien stammende Neukonstruk-
tionen erheblich verbessert. Dabei konnten gleichzeitig
die Fertigungskosten der neuen Serie gesenkt werden.
Diese Preissenkung wird an die Endkunden unter Beibe-
haltung der Margen weitergegeben, um so eine starkere
Verbreitung der Produkte weltweit zu ermdglichen.

Die Produktion der Laserquellen furr die StencilLaser
wurde erfolgreich fortgefiihrt. Auerdem werden neue
Laserkomponenten in Slowenien entwickelt.

Der Standort wurde 1994 bei Grundung der Gesell-
schaft auch wegen steuerlicher Praferenzen gewdhlt.
Der nachtrégliche Widerruf der Steuerbegiinstigung
fihrte zu einer Steuernachzahlung. LPKF halt die
Nachforderung flr ungerechtfertigt und hat dagegen
gerichtliche Schritte eingeleitet.

LPKF Laser Components GmbH

Diese Gesellschaft wurde gegriindet, um in Zusammen-
arbeit mit einem Partner in Russland den Know-how-
Transfer im Bereich der Lasertechnik zu erméglichen.

LPKF Laser & Electronics Inc.

Die Gesellschaft agiert als Vertriebs- und Servicepart-
ner des Konzerns in Nordamerika. Die Firma erzielte
insbesondere beim Rapid Prototyping starke Umsatz-
steigerungen. Seit Sommer 1999 ist dort ein ehemaliger
Mitarbeiter der LPKF Laser & Electronics AG als Gene-
ral Manager tétig.



LPKF Properties LLC

Diese neu gegrundete Gesellschaft hat den Zweck,
Grund und Boden fur LPKF Laser & Electronics Inc.
zur Verfugung zu stellen. Thr gehort das 1999 neu ge-
kaufte Firmengeb&ude, das zur Zeit von LPKF Laser &

Electronics Inc. genutzt wird.
LPKF France S AR.L.

Diese 1999 gegriindete Firma wird sich zunéchst vor
allem mit dem Vertrieb der Frasbohrplotter-Systeme in
Frankreich beschéftigen. Das Geschaft ist bereits ange-
laufen. Der Geschéftsfuhrer Michel Douezy hat bereits
vorher unsere Produkte als Untervertreter in Frank-
reich mit vertrieben.

LPKF Franklin Industries N.V.

Die Gesellschaft hat mit einem negativen Ergebnis ab-
geschlossen. Es wurden die restlichen Anteile der Ge-
sellschaft gekauft, um eine schnellere Umstrukturie-
rung zu ermdglichen und die Gesellschaft wieder in die
Gewinnzone zu bringen. Diese Malinahmen werden

erst im Jahre 2000 wirksam werden.

Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung wird mit
Hochdruck an Strukturierungsprojekten fur die
Feinstleiterindustrie im Bereich der Mikroline-System-
technik gearbeitet. Hier wird im Jahr 2000 mit der end-
glltigen Markteinfhrung gerechnet. Am 19. Juli 1999
wurde im Beisein des Niedersachsischen Ministerprasi-
denten und der Bundesministerin fir Bildung und
Forschung gemeinsam mit allen Projektpartnern — 18
Firmen und 4 Hochschulinstitute — das Forschungs-
projekt 3D-MID im Hause der LPKF AG erfolgreich
abgeschlos8sen. Parallel dazu entstand eine 3D-Laser-
anlage (inkl. Steuerung) mit acht Achsen zur Struktu-
rierung von dreidimensionalen Geh&dusebauteilen.
Wichtigstes Ergebnis dieses Projektes ist die Entwick-
lung eines laseraktivierbaren Thermoplastmaterials zur
additiven, also umweltfreundlichen, selektiven Metalli-
sierung von beispielsweise Polypropylen.

In diesem Zusammenhang wurde eine Pilotprodukti-

onsanlage zur Herstellung von spritzgussfahigem Gra-
nulat aufgebaut. Die momentane Produktionskapa-

Zitét betrdgt rund 40 Tonnen im Jahr. Die Kapazitat zur
Bemusterung von ersten interessierten Kunden bis hin
zur Produktion mittlerer Serien von 3D-MID’s ist so
abgesichert.

Im Rahmen eines vom BMBF geférderten ,,MECHA-
TRONIK*“-Anschlussprojektes soll voraussichtlich vom
1. Oktober 2000 an eine Ubertragung der bereits
erarbeiteten FUE-Ergebnisse auf Hochtemperaturther-
moplaste maéglich sein. AulRerdem wird an einer Wei-
terentwicklung der 3D-MID Laseranlage zur Feinst-

leiterstrukturierung gearbeitet.

Lasersysteme fiir die Herstellung von Polymerschablo-
nen und zur Bearbeitung von Flexschaltungen werden
die Entwicklung abrunden.

Im Berichtsjahr hat sich der Trend zur Miniaturisie-
rung von elektronischen Schaltungen und damit der
Einsatz hochpréziser Lasersysteme noch schneller ent-

wickelt als von LPKF in den Vorjahren prognostiziert.
Die Entwicklungsaufwendungen der vergangenen vier
bis fiinf Jahre werden sich in den Folgejahren verstérkt
amortisieren.

Auf Grund der gegebenen Erfordernisse des Leiterplat-
tenmarktes kann sowohl im Bereich der erarbeiteten
FLEX- sowie der 3D-Lasertechnologien von einer sehr
hohen Marktakzeptanz ausgegangen werden. Es ist
auch hier u. U. mit zeitlichen Eintrittsverzdgerungen
zu rechnen, was den Verkaufsbeginn von Microline-
und 3D-Laseranlagen betreffen kénnte.




LPKF-Vorstandsmitglied Dr. Jorg Kickelhain

Risikomanagementsystem /
Umstellung auf das Jahr 2000 /
Umstellung auf den EURO

Zunehmende Globalisierung der Markte, eine fort-
schreitende Dynamisierung des Wettbewerbs sowie eine
wachsende Komplexitit der Technologien prégen das
wirtschaftliche Umfeld unseres Unternehmens. Mit dem
»Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-
menshereich” (KonTraG) sollen die rechtlichen Grund-
lagen fiir Risikomanagement- und Kontrollsysteme der
Aktiengesellschaften verbessert werden.

Ein effizientes und vorausschauendes Risikomanage-
ment stellt fur die LPKF Laser & Electronics AG eine
wichtige und wertschaffende Aufgabe dar. Erstes Ziel ist
nicht die Vermeidung aller Risiken, sondern deren Iden-
tifizierung und Bewertung. Darauf aufbauend wird eine
aktive Steuerung im Rahmen einer globalen Risikostra-
tegie entwickelt.

Zur Erfassung und Steuerung von Risiken werden vor-
handene Instrumente standig verbessert und neue auf-
gebaut.

Die LPKF Laser & Electronics AG hat die Komplexitat
und die Bedeutung der Jahr-2000-Problematik friihzei-

tig erkannt und rechtzeitig mit der systematischen Be-
arbeitung der anstehenden Aufgaben begonnen. So
sind weder bei den Produkten noch seitens der Liefe-
ranten Komplikationen aufgetreten.

Die Schaffung der Europdischen Wirtschafts- und
Wiéhrungsunion zum 1. Januar 1999 und der EURO als
gemeinsame Wahrung stellen wichtige Schritte bei der
Vollendung des gemeinsamen européischen Marktes
dar. Seit dem 2. Quartal 1999 kann im Auftragswesen
bereits in EURO abgerechnet werden. Zum 1. Januar
2000 ist die Umstellung der Konzernwéhrung auf
EURO erfolgt.

Darstellung der Lage

Insgesamt war der Geschéftsverlauf 1999 planmafig
und ist als positiv zu bezeichnen. Wichtig fur den wei-
teren Geschéftsverlauf sind die im Dezember 1999 ab-
geschlossenen Kooperationsvertrdge mit der Atotech
GmbH/Berlin und der Mania AG/Weilrod.



Diese Kooperationen werden zu Neuentwicklungen
von Lasersystemen flihren, die die Geschéaftsentwick-
lung der kommenden Jahre stark beeinflussen kénnen.

Die Vermogens- und Finanzlage des Unternehmens ist
ausgezeichnet. Sie lasst Raum fiir anstehende FUE-Pro-
jekte und Markteinfihrungen. Auch der Ausbau des
Servicenetzes und sonstige geplante Investitionen kon-
nen aus eigener Kraft finanziert werden. Kapitaler-
héhungen sind derzeit nicht beabsichtigt. Sie kdnnten
aus heutiger Sicht nur durch gréRere Akquisitionen
oder schnelles, ungewdhnlich groRes Wachstum im Be-
reich Laseranlagen notwendig werden.

Die Ertragslage des Unternehmens ist gut und befindet
sich im Bereich der Planung.

Es sind keine wesentlichen Risiken in der weiteren Ent-
wicklung der Vermdgens-/Finanzlage bzw. der Ertrags-
lage abzusehen.

Ausblick

Die kiinftige Entwicklung des Unternehmens wird ein-
deutig geprégt durch eine hochinnovative Entwick-
lungstéatigkeit. Dies betrifft Technologien, die noch
weit in der Zukunft liegen, aber auch Systeme und Pro-
zesse, die bereits an der Schwelle zur Markteinflihrung
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stehen. Gleichzeitig mit den genannten technologi-
schen Risiken und Unwagbarkeiten der Marktakzep-
tanz sind aber auch die groRen Chancen zu nennen,
die sich LPKF im Wachstumsmarkt Elektronik bieten.
Dies kann auch unterjéhrig zu kurzfristigen und flexi-
blen Anderungen der Planzahlen fiihren.

Vorgange besonderer Bedeutung

Nach Ende des Geschaftsjahres wurde ein Vertrag tber
ein MicrolineLaser-System abgeschlossen. Das kann als
endgiltiger Durchbruch bei der Markteinfiihrung die-

ser neuen Technologie angesehen werden.

Garbsen, im Februar 2000
LPKF Laser & Electronics AG
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Bernd Hildebrandt

Sy Mim
Bernd Hackmann
Lw&a@-

r. Jorg Kickelhain

Organe der
Gesellschaft

Die Hauptversammlung
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Der Aufsichtsrat

Klaus Sulter (Vorsitzender),
Dr. Heino Busching (stellvertretender Vorsitzender),
Udo B. Hartmann

Der Vorstand

Bernd Hildebrandt (Morsitzender),
Bernd Hackmann,
Dr. Jorg Kickelhain
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat legt hiermit seinen zweiten Bericht seit
der Umwandlung unseres Unternehmens in eine Akti-
engesellschaft vor.

Schon in der Zeit vor der Umwandlung haben die Mit-
glieder des Aufsichtsgremiums eine intensive Zusam-
menarbeit mit dem Management gepflegt. Diese haben
sie nach der Umwandlung fortgefiihrt und intensiviert.
Die Zeit der Umwandlung unserer Gesellschaft und der
damit verbundenen Institutionalisierung eines Auf-
sichtsrats, wie das Gesetz es vorschreibt, fiel zusammen
mit einschneidenden gesetzlichen Anderungen und
Eingriffen in die bis dahin gegebene Rechtslage. Er-
wahnt sei in diesem Zusammenhang beispielhaft das
KonTraG, das sowohl dem Aufsichtsrat als auch dem

Management ein wesentlich héheres Mal an Verant-

wortung gegeniiber den Kapitaleignern, den Mitarbei-
tern und nicht zuletzt gegenliber der interessierten
Offentlichkeit auferlegt. Dies bedeutete aber keine
grundlegende Anderung in der Art und Weise der Aus-
Ulbung unserer Tétigkeit: die Zusammenarbeit mit dem
Management war bereits vertrauensvoll und effizient.
Es galt, in diesem Sinne weiterzuarbeiten und das Be-
gonnene fortzusetzen. Der Aufsichtsrat kam im abge-
laufenen Geschéftsjahr zu mehr Sitzungen und Bespre-

chungen zusammen, als Gesetz und Satzung dies vor-
schreiben. Er hat in stdndigem Kontakt mit dem Mana-
gement, wobei die Initiative sowohl vom Aufsichtsrat
als auch vom Vorstand ausging, diesen beratend unter-
stutzt und die Ausrichtung des Unternehmens mit dis-
kutiert und geprégt. Der Aufsichtsrat folgte damit kon-
sequent seiner Auffassung, dass er zusammen mit dem
Vorstand de facto eine Entscheidungsgemeinschaft bil-
det. Den vom Vorstand notwendigerweise zu treffenden
Entscheidungen gehen informelle Gesprache mit inten-
sivem Meinungsaustausch voraus. So kann auch der
Aufsichtsrat seinen Uberwachungs- und Beratungsauf-
gaben effizient gerecht werden. Auf diese Weise kann
das unternehmerische Know-how, das die einzelnen
Aufsichtsratsmitglieder aus ihren beruflichen Tatigkei-
ten mitbringen, optimal mit dem Fachwissen des Ma-
nagements kombiniert und somit wichtige Entschei-
dungen auf breiterer und gesicherter Grundlage
getroffen werden. Die erfreuliche Entwicklung des Un-
ternehmens gerade im zuriickliegenden Geschéftsjahr
durfte nicht zuletzt dem praktizierten Zusammenwir-
ken von Aufsichtsrat, Management und Mitarbeitern —
unter Wahrung der von Gesetz und Satzung vorgesehe-
nen jeweiligen Rechte, Pflichten und Verantwortlichkei-
ten — zu danken sein.

Eine starke Motivation fur den Aufsichtsrat, seine Ar-
beit im o0.g. Sinne fortzusetzen, ist der positive Bekannt-
heitsgrad des Unternehmens in der Branche, bei Fach-
verbdnden und nicht zuletzt in der interessierten
Offentlichkeit. Dabei wird einer wohl abgestimmten
und auf die relevanten Méarkte und Marktpartner zuge-
schnittenen Offentlichkeitsarbeit groRe Aufmerksam-
keit gewidmet. Es gilt, das Image des Unternehmens, die
Corporate Culture, zu pflegen, aber auch geénderten
Verhéltnissen behutsam anzupassen. Zu diesem Bereich
gehort auch eine effiziente Investor-Relations-Arbeit,
damit Aktiondre und Analysten jederzeit schnell Uber
Ereignisse informiert sind, die fur die Beurteilung der
Kursentwicklung relevant sind.

Der Aufsichtsrat hat die ihm von Gesetz und Satzung
tibertragenen Uberwachungs- und Kontrollaufgaben
gegenliber dem Vorstand in vollem Umfang erfillt. Dies
gilt insbesondere fur die Einrichtung eines Risiko-Ma-
nagement-Systems durch den Vorstand.



Ebenfalls vom Gesetzgeber auferlegt hat das Manage-
ment — begleitet durch den Aufsichtsrat — der Aufforde-
rung Rechnung getragen, die Lage des Unternehmens
nach auBen zutreffend darzustellen und Uber vorhan-
dene Risiken angemessen und unter Berticksichtigung
ihrer mdglichen Auswirkungen auf das Unternehmen
zu berichten. Ein weiterer Schwerpunkt in der Tétigkeit
des Aufsichtsrats im Zusammenwirken mit dem Mana-
gement galt der Verstarkung und Absicherung der Zu-
kunftsfahigkeit des Unternehmens. Dabei muss das Un-
ternehmen ein HochstmaR an Flexibilitét erreichen, die
es ihm ermdglicht, auf die standig steigenden Anforde-
rungen des Marktes erfolgreich zu reagieren. Der Wert
einer kundennahen und kundenorientierten Produkt-
entwicklung ist erkannt und wird ausgebaut und inten-

siviert werden.

Im vergangenen Geschéftsjahr trat der Aufsichtsrat zu
Voll-Sitzungen am 04.02., 26.03., 11.06., 19.08. und am
07.12.1999 zusammen. Hauptgegenstand der Berichter-
stattung waren in den Sitzungen Februar und Mérz die
Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 1998 und deren Be-
schlussfassung. Weitere wesentliche Schwerpunkte der
Sitzungen bildeten insbesondere die Fragen der not-
wendigen Investitionen, der Verfestigung unserer Posi-
tion auf den Zukunftsmarkten sowie die Verstarkung
von Forschung und Entwicklung. Eine seit langem vom
Management verfolgte Strategie zur Sicherung unserer
Basis und als Grundlage fir ein kontrolliertes Wachs-
tum stellt die Kooperation mit bzw. die Akquisition von
geeigneten Unternehmen und, wenn eine Beteiligung
oder Ubernahme nicht sinnvoll oder méglich erscheint,
die Bildung von strategischen Allianzen dar. Mit der so
hinzugewonnenen Kapazitét sollen der Markt optimal
bedient, Synergieeffekte in der Produktion genutzt und
die Forschungs- und Entwicklungsarbeit gebindelt

werden.

Der Aufsichtsrat fordert diese Bestrebungen uneinge-
schrankt und wirkt im Rahmen seiner gesetzlichen Auf-
gaben, aber auch als erster Berater des Vorstands, an
den zu treffenden Entscheidungen mit. Der Aufsichtsrat
kann positiv berichten, dass mit namhaften Firmen, der
Firma Atotech GmbH, Berlin, Konzerntochter der Fir-
ma EIf Aquitaine, Frankreich, und der Mania AG, ein

Unternehmen des ,,Neuen Marktes", Kooperationsver-

trége geschlossen wurden. Der Aufsichtsrat ermutigt
das Management, diese Politik behutsam weiterzuver-
folgen, denn nicht nur der zusammenwachsende eu-
ropéische Markt setzt entsprechend stabile und ausrei-
chend gefestigte BetriebsgréfRen voraus, sondern auch
die globalen Verédnderungen in allen Bereichen der
Wirtschaft zwingen ein Unternehmen, hier eindeutig
Position zu beziehen. Wir kénnen berichten, dass wir
diese Entwicklungen sorgféltig beobachten und keine
Chance ungenutzt lassen, unser Unternehmen zu posi-
tionieren.

Der Aufsichtsrat hat die SOCIETATS TREUHAND
GMBH, Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Hannover, mit
der Priifung des Jahresabschlusses 1999 beauftragt. Der
Jahresabschluss 1999 ist geprift und mit dem uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk versehen worden.

An der Sitzung des Aufsichtsrats vom 23.03.2000 hat
der Abschlussprifer teilgenommen und Uber die Pri-
fung des Jahresabschlusses berichtet und ergénzende
Auskiinfte erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dann seinerseits den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und den Vorschlag fur die Ge-
winnverwendung gepruft und den Jahresabschluss ge-
billigt, der damit festgestellt ist.

Ebenfalls gebilligt wurde der Vorschlag fir die Verwen-
dung des Bilanzgewinns in Hohe von DM 4.253.736,88:

a) einen Teilbetrag von DM 1.050.000,00 zur Ausschit-
tung einer Dividende von DM 0,50 je dividendenbe-

rechtigter Stiickaktie zu verwenden,

b) den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung
vorzutragen.

In die Beratung mit dem Vorstand und den Abschluss-
prufern sind auch der Konzernabschluss, der Bericht
Uber die Lage des Konzerns und der Bericht des
Konzernabschlussprifers vorgelegt, in die Prifung mit
einbezogen und zustimmend zur Kenntnis genommen

worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitar-
beitern fur ihren Einsatz im Unternehmen und die ge-
leistete Arbeit.

Hannover/Garbsen, den 23.03.2000
Fir den Aufsichtsrat:
Klaus Sulter, Vorsitzender
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Was tut LPKF? SD-MID

L . Feinste Leiterbahnen direkt auf
BGISpIElZ Handyproduktlon dreidimensionale Kunststoffteile
aufbringen:

Diese LPKF-Laser-
strukturierungs-Technologie
ist weltweit einzigartig.

Rapid Prototyping

Funktionsfahige Prototypen der
bestiickten Leiterplatte innerhalb
eines Tages herstellen:

LPKEF liefert die Technologie
und die Geréte.

Chip Size Packaging

Winzige Chips mittels eines
flexiblen Schaltungstréagers an-
kontaktieren:

Der LPKF MicrolineLaser
ermdoglicht Strukturen, die 5fach
feiner sind als heute Ublich.

SMD Stencils

Leiterplatten hochprézise durch feinste
Schablonen mit Létpaste bedruckt:

LPKF lasergeschnittene
Schablonen senken den Ausschuss in
der Massenproduktion.




Wachstumsmarkt Elektronik —

Homemarket fur LPKF

Die Elektronikbranche erzielte in den vergangenen
Jahren Wachstumsraten wie kein anderer Wirtschafts-
zweig. Heute bilden die elektronischen Geréte mit ei-
nem jahrlichen Umsatzvolumen von 980 Mrd. US $
den weltweit groten zusammenhdngenden Markt.
Rasant gestiegen ist dabei nicht nur das Volumen, son-
dern auch das Tempo der Entwicklung. Produkte, die
wir heute benutzen, sind in knapp zwei Jahren Uber-
holt. Die immer kirzeren Produktzyklen erhéhen den
Zeitdruck auf die Elektronikentwickler: Projekte, die
noch vor Jahren in sechs bis acht Monaten zur Produkt-
reife geflihrt werden konnten, missen heute in weni-
gen Wochen realisiert sein. ,, Time-to-Market* bzw.
,» Time-to-Profit“ haben inzwischen als Zielvorgaben
fur die Elektroniklabors oberste Prioritat. Angesichts
solch enger Zeitrahmen erscheint eine externe Auf-
tragsvergabe flr die Herstellung von Prototypleiter-
platten oder beim Bestiickungsservice nicht mehr ak-
zeptabel. Der Trend geht also zwangslaufig zum
In-house Prototyping, mit der Vorgabe, dass alle Ar-
beitsschritte von der Entwicklung am Bildschirm bis
zur fertig bestlickten Leiterplatte vor Ort realisierbar
sein mussen.

_L ",-i!: """-E E

Vollstandige Problemldsung
far das In-house Prototyping

Als weltweit einziges Unternehmen liefert LPKF die
vollstdndige Problemldsung fiir das In-house Prototy-
ping. So lasst sich heute mit LPKF-Technologie der
funktionsfahige Prototyp beispielsweise eines Handys
im eigenen Elektroniklabor entwickeln und fertigen.
Von der Konvertierung der CAD-Daten, Uiber das Iso-
lationsfradsen der Leiterplatten, Durchkontaktieren,
Fine-pitch-Drucken, Pick-and-Place-Bestiickung und
Reflow-L6ten liefert LPKF als Marktfiihrer beim Rapid
Prototyping nicht nur die erforderlichen Geréte, son-
dern auch das komplette Prozess-Know-how zur Her-
stellung einer fertig bestiickten Fine-pitch SMD-Leiter-
platte innerhalb eines Tages. Dadurch féllt eine externe
Auftragsvergabe weg. Lange Wartezeiten und zusatzli-
cher Kostenaufwand sind Uberflissig. Entwicklungs-
zeiten reduzieren sich drastisch.

Miniaturisierung — der Trend
geht zur Lasertechnologie

Neben dem gestiegenen Markttempo sehen sich Elek-
tronikentwickler mit den Anforderungen einer immer
weiter gehenden Miniaturisierung der Leiterbahn-
fuhrung konfrontiert. Auch hier liefert die rasante Ent-
wicklung im Bereich der Handys mit der inzwischen
selbstverstandlichen SMS- und WAP-Technologie das
Stichwort: Elektronik, die der Mensch bei sich fihrt —
auch Pager und Laptops gehdren hierher — muss leicht,
klein und leistungsfahig sein. Gleichzeitig sind immer
vielféltigere Funktionen in einem Gerét zu integrieren.
Elektronikentwickler stehen deshalb vor der Aufgabe,
zunehmend komplexere Schaltungen auf immer weni-
ger Flache realisieren zu mussen. LPKF ist diesem
Trend gefolgt und ermdglicht die Feinstrukturierung
der Leiterbahnfuihrung mit dem Laser auch im Labor-
bereich fiir das Prototyping von Feinstleiterschaltun-
gen: Das System LPKF ProtoLaser ist derzeit in der La-
ge, 50um-Leiterbahnstrukturen zu erzielen.
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Multilayer jetzt auch
beim Prototyping

Unumgénglich ist dabei in vielen Féllen die Ergdnzung
von ein- oder zweiseitigen Leiterplatten durch Mehrla-
genschaltungen. Aufgrund geringer Kapazitatsauslas-
tung und entsprechend hoher Kosten war der Einsatz
der Multilayertechnologie — des mehrlagigen Schichtens
und Durchkontaktierens von Leiterplatten, wie es in der
Massenfertigung langst tiblich ist — beim Prototyping in
der Vergangenheit kaum wirtschaftlich. So entstanden
ebenfalls Abhéngigkeiten von Zulieferern. Auch in die-
sem Bereich liefert LPKF die Technologie und das kom-
plette Prozess-Know-how. Ziigige und kostenglinstige
Fertigung von Mehrlagenschaltungen im Elektronikla-
bor ist damit nun ebenfalls eine Selbstverstandlichkeit.

Ein Durchbruch:
Lasereinsatz bei SMD-Stencils

Fertigungsgeréte flr Leiterplatten, insbesondere fiir die
SMD-Fertigung, haben heute ein Marktvolumen von
schatzungsweise rund finf Mrd. US $. Bis 2003 erwar-
tet die Branche eine Steigerung auf rund elf Mrd. US $.
Neben dem Prototyping hat LPKF mit der StencilLa-
ser-Technologie auch im Bereich der Massenfertigung
Anteil an diesem Wachstumsmarkt. Derzeit werden et-
wa 70 % aller elektronischen Baugruppen weltweit in
SMD-Technik hergestellt. Eine Schllsselrolle in der
Massenbestiickung der Leiterplatten spielt dabei das
Verléten der SMD-Bauteile. Um das Bedrucken der

Leiterplattenserie mit Lotpaste zuverl&ssig, ziigig und

platzsparend zu gewéhrleisten, haben sich prézise Me-
tallschablonen, sogenannte Stencils, etabliert.

Bereits Anfang der neunziger Jahre hat LPKF bei der
Massenfertigung von Stencils neue Mal3stabe gesetzt.
Durch erstmaligen Einsatz von Lasertechnik in diesem
Bereich ist es gelungen, die Qualitét der bis dahin aus-
schlieRlich in Atztechnik hergestellten Lotpastenschab-
lonen entscheidend zu verbessern. Ein Problem dieser
Produktionsweise waren die vergleichsweise hohen
Ausschussraten als Folge der unprézisen ,,chemischen
Schnitte” der Atztechnik — ein kritischer Produktions-
faktor mit unmittelbarer Auswirkung auf den Gewinn.
Mit dem StencilLaser hatte LPKF eine Technologie ent-
wickelt, die es ermdglichte, einmal exaktere Stencils zu
schneiden und zum anderen auf Chemie zu verzichten.
Gleichzeitig sanken damit die Ausschussraten deutlich.
So wurde eine umweltfreundliche und zuverlassige Al-
ternative flr die Massenfertigung von Lotpastenschab-
lonen erfolgreich etabliert.

Hochste Prazision durch
neue Materialien

Durch die konsequente Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit auf dem Gebiet der Lasertechnologie ge-
lang LPKF im vergangenen Jahr mit der Herstellung
von Polymerschablonen erneut ein Durchbruch im Be-
reich der SMD-Stencil-Fertigung. Mit dem LPKF Sten-
cilLaser Polymer ist es jetzt erstmals mdglich, Lotpas-



tenschablonen nicht mehr nur aus Metall, sondern
auch aus hauchdiinnem Kunststoff herzustellen. Dieses
Material ermdglicht eine nochmals verbesserte Laser-
schneidqualitat und damit ein besseres Druckauslose-
verhalten. Hochste Kantenschédrfe und Positionsprazi-
sion verringern die Druckausschussquote abermals um
den Faktor Zehn. Die Anzahl der Druckzyklen wurde
erhoht. Gleichzeitig lassen sich bedeutend feinere
Strukturen erzielen.

Chip-Size-Packaging — Raum

fur die Technik von morgen

Ein weiteres erfolgreiches Einsatzgebiet fur die LPKF-La-
sertechnologie ist der Bereich Aufbau- und Verbindungs-
technik
kiindigt sich angesichts der fortschreitenden Miniaturi-

(Packaging). Fur die néchsten Jahre
sierung und der Blndelung von immer mehr Leistungs-
merkmalen auf einem Gerét ein umfassender Technolo-
giewechsel bei der Anbindung von Chips an. Die
Fachwelt ist sich einig, dass die sogenannte CSP-Technik
(Chip-Size-Packaging) der einzige Weg sein wird, um die
Leiterplatte von morgen zu verwirklichen. Die bisher ib-
liche vergleichsweise aufwendige Chipkontaktierung
wird dabei abgel6st durch eine Platz sparende Umleitung
der Kontakte auf einen sogenannten Interposer, eine fe-
instrukturierte Miniaturplatine, von der Kontakte zentral
abgeleitet werden konnen. Dieses Verfahren gewéhrleistet
nicht nur eine drastischere Verringerung der Chipgeo-
metrie, einschlieBlich Verringerung des Gewichts, son-
dern ermdglicht zusatzlich eine Vervielfachung der An-
schlusspunkte. Wéhrend der Anteil der Chips in CSP
heute noch bei zwei Prozent liegt, sehen die Prognosen
ihn im Jahr 2005 bereits bei 20 Prozent.

Die erforderlichen Mikrostrukturen bei der Herstellung
der Interposer als auch bei den zugefiihrten Leiterbah-
nen werden zukinftig aller Voraussicht nach nur noch
unter Einsatz der Lasertechnik erreichbar sein. Mit der
MicrolineLaser-Technologie hat LPKF an der Schwelle
dieses Wachstumsmarkts dafiir die technischen Voraus-
setzungen geschaffen. Der MicrolineLaser erzielt erstmals
Fineline-Strukturen im 20um-Bereich und Gbertrifft da-
mit die bisherigen Standards um den Faktor Funf.

Flexible Schaltungen

Mit Erfolg wird die MicrolineLaser-Technologie auch
bei der Fertigung feinstrukturierter Flexschaltungen
eingesetzt, die besonders in der Telekommunikation,
bei Camcordern, Uhren, medizinischen Gerdten und
Notebooks verwendet werden. Biegsame und knick-
féhige Leiterfolien, die sich flexibel der Gerateform an-
passen, ersetzen dabei die starren Platinen und schaf-

fen somit ein weiteres Miniaturisierungspotenzial.

Der Sprung in die
dritte Dimension

Durch die Entwicklung der 3D-MID-Technik hat
LPKF das Tor zu einer neuen Dimension aufgestof3en.
Ziel der 3D-Technologie ist es, die mechanischen Kom-
ponenten eines Gerdtes mit den elektronischen zu
verkniipfen. In Zusammenarbeit mit Hochschulwis-
senschaftlern und weiteren Industriepartnern ist es ge-
lungen, erstmals feinste Schaltungstrager auf Spritz-
gussbasis zu erzeugen. Das Gehduse wird dabei selbst
zum Leiterbahntrager. Diese Innovation wird bei ver-
schiedenen Anwendungen zum Wegfall der Leiterplatte
fihren und auf einem breiten Anwendungsgebiet neue
funktionale und gestalterische Moglichkeiten erdffnen,
von der Telekommunikation Uber die Medizintechnik
bis hin zu Computer- und Fahrzeugbau. Aktuelles Bei-
spiel fir eine erfolgreiche Anwendung ist die Arbeit an
der Integration der Antenne in das Innengeh&use eines
Handys.

Durch eine vorausschauende Firmenpolitik und eine
Forschungs- und Entwicklungsaktivitét, die bereits in
der Vergangenheit die technischen Voraussetzungen
fiir die Technologietrends von morgen geschaffen hat,
ist LPKF bestens gerlstet, um bei den sich schon jetzt
abzeichnenden Umwaélzungen eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen. Zu den Zielvorgaben bei der Entwicklung
neuer Technologien gehdren dabei neben den techni-
schen und wirtschaftlichen Aspekten einer immer wei-
tergehenden Miniaturisierung und Beschleunigung des
Marktes immer wieder auch oOkologische Gesichts-
punkte.
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Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung

31.12.1999 1998
Anhang TDM TDM
Umsatzerlose (€)) 38.619 31.932
Erh&hung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 851 115
andere aktivierte Eigenleistungen (@3] 2.950 576
sonstige betriebliche Ertrége ®3) 2.017 2.079
44.437 34.702
Materialaufwand ()] 9.314 10.085
Personalaufwand 5) 11.385 7.884
Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegen-
stdnde des Anlagevermdgens und Sachanlagen (6) 3.016 2.077
sonstige betriebliche Aufwendungen (©) 11.390 35.113 8.988
9.324 5.668
Finanzergebnis 8) -275 -200
Ergebnis der gewdhnlichen Geschéftstatigkeit 9.049 5.468
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ©9) 4.429 2.450
Konzernjahrestiberschuss 4.620 3.018
Ausgleichsposten fiir Anteile anderer Gesellschafter 212 146
Konzernergebnis 4.408 2.872
Ergebnis pro Aktie (in DM) (28) 2,10 1,37
Ergebnis pro Aktie — verwéssert (in DM) (28) 2,00 1,31
Aufstellung tber die Verdnderungen des Eigenkapitals fir das Geschaftsjahr zum
31. Dezember 1999 (Vorjahr in Klammern)
Stand Kapital- Einzah- Ausschit- Konzern- Differenzen Stand
1.1.1999 erhéhung lungen tungen an ergebnis aus der 31.12.1999
aus Ge- durch Anteils- Wahrungs-
sellschafts- Kapital- eigner umrechnung
mitteln erhéhung
TDM TDM TDM TDM TDM TDM TDM
Gezeichnetes Kapital 10.500 - - - - - 10.500
(650) (4.350) (5.500) - - - (10.500)
Kapitalriicklagen 17.100 - 21 - - - 17.121
(2.740) (=2.740) (17.100) - - - (17.100)
Gewinnrticklagen - - - - - - -
Gesetzliche Ruicklagen - - - - - - -
Ruicklagen fiir eigene Anteile - - - - - - -
SatzungsmaRige
Rucklagen - - - - - - -
Andere Gewinnriicklagen (212) (-212) - - - - (0)
Bilanzgewinn 4.252 - - - 4.408 - 8.660
(5.678) (-1.398) - (=2.900) (2.872) - (4.252)
Ausgleichsposten aus der
Wéhrungsumrechnung -159 - - - - 493 334
(119) - - - - (=278) (=159)
Summe 31.693 - 21 - 4.408 493 36.615
(9.399) (0) (22.600) (-2.900) (2.872) (-278) (31.693)




Konzernbilanz

Aktivseite

31.12.1999 31.12.1998
Anhang TDM TDM TDM
Anlagevermdgen

Immaterielle Vermodgensgegenstande (10)

Software 91 84

Geschafts- oder Firmenwert 1.397 35

Entwicklungsleistungen 3.146 551

Nutzungsrechte 1.115 1.007
5.749

Sachanlagen (10)

Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten 5.431 3.103

technische Anlagen und Maschinen 2.605 2.959

andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 3.191 1.108

geleistete Anzahlungen

und Anlagen im Bau 1.804 808
13.031

Finanzanlagen (10)

Anteile an verbundenen Unternehmen 36 36
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.026
Anzahlungen auf Beteiligungen 409
sonstige Ausleihungen 7 2
43 18.823
Umlaufvermdgen

Vorréte (11)

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.151 438

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 820 598

fertige Erzeugnisse und Waren 9.831 6.596

geleistete Anzahlungen 269 833
13.071

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (12) 6.076 4.548

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhéltnis besteht 514

sonstige Vermdgensgegenstande (13) 1.665 1.524

7.741

Wertpapiere 117

Kassenbestand, Postbankguthaben, (14)

Guthaben bei Kreditinstituten 12.875 33.804 17.158
Rechnungsabgrenzungsposten (15) 67 144
Steuerabgrenzung (16) 375 85
Summe Aktiva 53.069 43.566
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Passivseite
31.12.1999 31.12.1998
Anhang TDM TDM TDM
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 17 10.500 10.500
Kapitalriicklage (18) 17.121 17.100
Gewinnrucklagen, andere Gewinnriicklagen
Bilanzgewinn (19)
Gewinnvortrag 4.252 4.252
Konzernergebnis 4.408
36.281
Ausgleichsposten aus der Wahrungsumrechnung 334 -159
Ausgleichsposten fiir Anteile anderer Gesellschafter (20) 2.163 902
Ruckstellungen
Ruickstellungen fiir Pensionen (21) 439 324
Steuerriickstellungen (22) 1.589 79
sonstige Rickstellungen (22) 1.330 3.358 1.153
Verbindlichkeiten
Anleihe (24) 462
Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten (23) 3.310 6.448
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 446
Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.094 1.536
Verbindlichkeiten gegentiber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht 185
sonstige Verbindlichkeiten 3.787 9.653 544
Rechnungsabgrenzungsposten 62 91
Abgrenzungsposten Zuwendungen ?3) 274
Steuerabgrenzung (25) 944 165
Summe Passiva 53.069 43.566




Konzernkapitalflussrechnung
gemalR IAS 7

1999 1998

Anhang TDM TDM
Laufende Geschéftstatigkeit
Jahrestiberschuss 4.620 3.017
Abschreibungen auf das Anlagevermdgen 3.016 2.077
sonstige nicht zahlungswirksame
Aufwendungen und Ertrége -3 -285
Verdnderungen der Vorréte, Forderungen und sonstiger Aktiva —2.669 -3.875
Veranderungen des sonstigen Fremdkapitals 2.378 -735
Mittelzufluss aus laufender Geschéftstatigkeit (26) 7.341 199
Investitionstatigkeit
Anlageinvestitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermdgenswerte —-8.950 -3.377
Investitionen in Tochterunternehmen 27) 1.545
Anzahlungen auf Beteiligungen -409
Erlose aus Anlageabgéngen 40 273
Mittelabfluss aus Investitionstatigkeit —-7.365 -3.513
Finanzierungstatigkeit
Zahlung Dividende —2.900
Einzahlung von Gesellschaftern 22.600
Eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung 21
Anteil anderer Gesellschafter -108
Verdnderung langfristige Bankdarlehen —4.701 —626
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstatigkeit —4.680 18.966
Verénderung des Finanzmittelbestandes
Wechselkursbedingte Veranderungen
des Finanzmittelbedarfes 37 28
Verdanderung des Finanzmittelbedarfes —4.703 15.652
Finanzmittelbestand am 1.1.99 16.788 1.109
Finanzmittelbestand am 31.12.99 12.122 16.788
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes
Liquide Mittel (Kasse) 12.875 17.158
Kontokorrentverbindlichkeiten —753 —-369
Finanzmittelbestand 12.122 16.788

Konzernanhang 1999

Grundsétze der Aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss auf den 31. Dezember 1999 der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen,
wurde nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsétzen aufgestellt. Dabei fanden
die am Bilanzstichtag geltenden Standards des International Accounting Standards Committee
(IASC) Anwendung.

Die erstmalige Aufstellung des Konzernabschlusses nach den Vorschriften der 1AS erfolgte zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 1996, wobei die fiir diesen Zeitpunkt mafl3geblichen 1AS-Auswirkun-
gen aus Vorjahren in den Saldovortragen zum 1. Januar 1996 beriicksichtigt wurden.

Dem Konzernabschluss fiir 1997 lag der nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellte Kon-
zernabschluss zugrunde. Notwendige Anpassungen an IAS wurden vorgenommen. Seit dem
Geschaftsjahr 1998 wird ausschlieBlich ein Konzernabschluss nach 1AS aufgestellt.

Das Geschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Konzernabschluss ist in Deutscher Mark
aufgestellt worden.

Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, sind folgende Tochter-
unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen worden:
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Name Sitz Beteiligungsquote % Erwerb
Vollkonsolidierung
ELASER Gesellschaft fur Elektronik,

Laser und Automation GmbH Suhl/Thiringen 100,0 1989
LPKF d.o.o. Kranj/Slowenien 75,0 1995
Franklin Industries N.V. Mechelen/Belgien 100,0 1999
LPKF Laser & Electronics Inc. Wilsonville/USA 60,0 1999
A-Laser Inc. Beaverton/USA 100,0 1999
LPKF Motion & Control GmbH Suhl/Thiringen 50,9 1991
LPKF Properties LLC Wilsonville/USA 60,0 1999
LPKF France S.A.R.L. Frankreich 94,0 1999
LPKF Laser Components GmbH Garbsen 80,0 1999
Equity-Konsolidierung (GuV)

LPKF Motion & Control GmbH (bis Ende 1999) Suhl/Thuringen 50,9 1991

Der Konsolidierungskreis hat sich im Jahr 1999 wie folgt gedndert. Die Firmen LPKF Laser &
Electronics Inc. und A-Laser Inc. wurden durch zusatzlichen Anteilserwerb seit Jahresbeginn und
LPKF Motion & Control GmbH zum 31.12.1999 fir das Jahr 1999 vollkonsolidiert.

Zusétzlich wurde sich in diesem Geschéftsjahr an den Grindungen der LPKF Properties LLC, LPKF
France S.A.R.L. und LPKF Laser Components mehrheitlich beteiligt.

Konsolidierungsgrundsatze

Grundlage fiir den Konzernabschluss sind die nach einheitlichen Regeln zum 31. Dezember 1999
aufgestellten Jahresabschliisse der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften.

Bei der Kapitalkonsolidierung werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit dem auf sie
entfallenden Eigenkapitalanteil zum Zeitpunkt des Erwerbs verrechnet.

Ein sich ergebender Unterschiedsbetrag wird den Vermdgensgegenstanden und Schulden insoweit
zugerechnet, als deren Zeitwert vom Buchwert abweicht. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbe-
trag wird als Geschéfts- oder Firmenwert ausgewiesen und Uber 5 Jahre abgeschrieben.
Zwischenergebnisse, Aufwendungen und Ertrage sowie Forderungen und Verbindlichkeiten
zwischen den vollkonsolidierten Gesellschaften wurden eliminiert.

Es werden nach der , liability method* auf alle temporaren Differenzen zwischen den steuerlichen
Werten und den Buchwerten der Vermégensgegenstande und der Verbindlichkeiten latente Steuern
erfasst. Die Ertragssteuern sind aufgrund der guiltigen Gesetze und Verordnungen berechnet.

Finanzierungsinstrumente

Die bilanzierten Finanzierungsinstrumente enthalten liquide Mittel, Beteiligungen, Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und tbrige
Fremdfinanzierungen und Finanzanlagen. Die einzelnen Bilanzierungsmethoden werden unter
dem jeweiligen Posten erldutert.

Waéhrungsumrechnung

Die Umrechnung der Jahresabschlisse der auslandischen Gesellschaften erfolgt nach der Methode
der funktionalen Wahrung. Bei dieser Umrechnung in Deutsche Mark wurden die Vermd&gensge-
genstande und Schulden mit dem Mittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Die Aufwendungen
und Ertrage wurden mit dem Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenzen
wurden ergebnisneutral unter dem Eigenkapital als Ausgleichsposten aus der Wahrungsumrech-
nung ausgewiesen.

Stichtagkurs Durchschnittskurs
InDM 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1999 31.12.1998
100 Franzdsische Franc 29,81640 29,8180 29,81640 29,8290
100 Belgische Franc 4,84838 4,8483 4,84838 48476
10.000 Slowenische Tolar 98,5702 103,9900 100,6223 94,4269
1US$ 1,94881 1,6730 1,8357 1,7592
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Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlose

Die Erfassung von Umsatzerldsen erfolgt grundsatzlich dann, wenn die Leistung erbracht bzw. die
Waren und Erzeugnisse geliefert worden sind. Die Aufgliederung der Umsatzerldse sowohl nach
Geschaftsbereichen als auch nach regionalen Mérkten ist in der folgenden Segmentberichterstattung
wiedergegeben.

Segmentberichterstattung

Entsprechend den Regeln von 1AS 14 (Segment Reporting) sind einzelne Jahresabschlussdaten nach

Geschaftsbereichen und Regionen segmentiert, wobei sich die Aufgliederung an der internen Bericht-

erstattung orientiert. Durch die Segmentierung sollen Ertragskraft und Erfolgsaussichten der einzel-

nen Aktivitaten des Konzerns transparent gemacht werden.

Die Geschéftsbereiche umfassen die folgenden Aktivitaten

= Rapid Prototyping umfasst die Weiterentwicklung, Produktion und Vermarktung von Fréasbohr-
plottern fur den Weltmarkt.

Unter Lasersystemen werden alle Systeme wie StencilLaser, Microlinelaser und sonstige neue
Lasertechnologien zusammengefasst.

Der Geschéftsbereich Schablonen beinhaltet die Aktivitaten der Firmen ELASER und A-Laser,
die Stencils fir die Leiterbahnenbedruckung herstellen.

Auf Sonstiges entfallen alle kleineren Aktivitaten wie z.B. die Vermarktung spezieller Soft-
warepakete in Belgien usw. .

Zur Uberleitung auf die Konzernzahlen werden die konzerninternen Posten in einer gesonderten
Spalte eliminiert. Einzelne Téatigkeiten, die keinem Geschéftsbereich zugeordnet werden kénnen, wer-
den in der Spalte ,,Nicht verteilt* dargestellt. Innenumséatze zwischen den Segmenten liegen nicht vor.
Die Segmentdaten wurden auf folgende Weise ermittelt:

= Das Segmentergebnis wird unter Einbeziehung der Abschreibungen auf Geschafts- oder
Firmenwerte, aber ohne Beriicksichtigung des Finanzergebnisses sowie der Steuern
ermittelt.

Die Investitionen und Abschreibungen beziehen sich auf Sachanlagen und immaterielle
Vermaogenswerte einschlieBlich Geschafts- oder Firmenwerte.

Das betriebliche Segmentvermdégen und die Segmentverbindlichkeiten setzten sich aus den
zurechenbaren betriebsnotwendigen Vermogenswerten bzw. dem Fremdkapital ohne verzinsliche
Anspriiche und Verbindlichkeiten, Finanzmittel sowie ohne Steuern zusammen.

TDM Lasersysteme Rapid Prototyping Schablonen Sonstiges Nichtverteilt Eliminierung Gesamt
AuRenumsatz 1999 17.178 17.058 3431 952 38.619
1998 15.594 13.451 2.101 786 31.932
Segmentergebnis 1999 819 1.041 1.194 121 6.042 108 9.325
1998 2.100 1.875 342 129 1.127 95 5.668
Betriebsvermogen 1999 14.228 14.480 1.774 22.587 53.069
1998 7.934 9.711 1.198 24723 43.566
Verbindlichkeiten 1999 1.915 5.661 3.745 367 10.589 -5.489 16.788
1998 1.236 2.060 1.557 257 7.515 -911 11.714
Investitionen 1999 2.890 2.607 2.404 2.595 10.496
1998 876 958 281 1.591 3.706
Abschreibungen 1999 990 494 539 993 3.016
1998 609 400 426 642 2.077
sonstige nicht zahlungs- 1999 3 3
wirksame Aufwendungen 1998 285 285
TDM Deutschland  Ubriges Europa Nord-Amerika Sid-Amerika  Asien Sonstige ~ Gesamt
AuBenumsatz 1999 8.484 8.119 11.386 284 10.065 - 38.619
1998 8.394 8.307 7.590 225 7.334 82 31.932
Betriebsvermogen 1999 40.018 5.685 7.366 53.069
1998 39.221 4.345 43.566
Investitionen 1999 5.692 718 4.086 10.496
1998 2.748 958 3.706
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2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Im Geschaftsjahr wurden gem. 1AS 9 im Zusammenhang mit sechs Projekten bei der Laserentwick-
lung (TDM 2.537) und einem Entwicklungsprojekt im Bereich Rapid Prototyping Entwicklungs-
kosten (TDM 280) aktiviert, da die Bedingungen nach 1AS 9 kumulativ erfullt waren. Die Abschrei-
bung erfolgt Gber finf Jahre.

3. Sonstige betriebliche Ertrage

1999 1998
TDM TDM
Zuschdsse fir Forschung und Entwicklung 1.107 1.671
Einstellung in den Abgrenzungsposten fuir Zuwendungen —-298 0
Aufldsung Abgrenzungsposten fiir Zuwendungen 24 0
Ertrége aus Kursdifferenzen 578 84
Leasing- und Mietertrége 114 39
Inanspruchnahme Garantiertickstellungen 190 0
Ubrige 303 285
2.018 2.079
Die Zuschisse fur Forschung und Entwicklung betreffen Zuwendungen der 6ffentlichen Hand
und werden fiir im Geschaftsjahr angefallene Kosten (Aufwandszuschuss) gewahrt. Da ein Teil
der Zuschiisse auf im Geschéftsjahr aktivierte Entwicklungsaufwendungen entfallt (TDM 298),
wurde fur eine periodengerechte Erfolgsdarstellung ein passiver Abgrenzungsposten fiir Zuwen-
dungen gebildet, der gemaR der Nutzungsdauer der entsprechenden aktivierten Entwicklungs-
leistung aufgeldst wird (TDM 24).
4. Materialaufwand
1999 1998
TDM TDM
Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren 8.379 9.396
Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 940 689
9.319 10.085




Konzernanhang

5. Personalaufwand und Mitarbeiter

1999 1998
TDM TDM
L6éhne und Gehalter
Gehélter 8.901 6.056
Léhne 715 367
Ubrige 142 151
9.758 6.577
soziale Abgaben und Aufwendungen fuir Altersversorgung
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.420 954
Berufsgenossenschaft 66 36
Aufwendungen flr Altersversorgung 144 320
1.630 1.310
11.388 7.884
Die Mitarbeiterzahl setzt sich zum 31. Dezember wie folgt zusammen:
1999 1998
Produktion 34 22
Vertrieb 29 18
Forschung und Entwicklung 22 22
Technik und Verwaltung 37 30
122 92

Bei LPKF Laser & Electronics AG werden weiterhin zum 31.12.1999 6 Teilzeitkrafte und
5 Auszubildende beschéftigt.

6. Abschreibungen
Die fur verschiedene Gruppen des Anlagevermdgens vorgenommenen Abschreibungen
kénnen dem Anlagenspiegel entnommen werden (10).
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7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

1999 1998
TDM TDM
Aufwendungen aufgrund des Boérsenganges 0 2.197
Investor Relations 380 0
Werbe- und Vertriebsaufwand 3.535 2.731
Forschung und Entwicklung 803 807
Fremdarbeiten 1.021 382
Porto, Telefon, Telefax 374 358
Rechts- und Beratungskosten 162 322
Miete, Leasing 622 344
Kursverluste 243 163
Geschenke, Bewirtungen, Reisen 821 642
Ubrige 3.429 1.042
11.390 8.988
8. Finanzergebnis
1999 1998
TDM TDM
Ertrége aus assoziierten Unternehmen 201 255
sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 524 176
Zinsen und ahnliche Aufwendungen —-1.000 —631
-275 -200
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
1999 1998
TDM TDM
Kérperschaftsteuer und Solidaritatszuschlag 3.457 1.483
Gewerbeertragsteuer 591 582
latente Steuern 381 385
4.429 2.450
Die Korperschaftsteuer des Mutterunternehmens fiir das Jahr 1999 wurde auf der Grundlage des
Vorschlages des Vorstandes fiir die Verwendung des Bilanzgewinnes berechnet. Bei der Erstellung
des Konzernabschlusses wurde in Anlehnung an die Empfehlung des Hauptfachausschusses
(HFA) des Instituts der Wirtschaftsprifer (IDW) ein Kdrperschaftsteuersatz von 30 % bei der
Bewertung der aktiven und passiven latenten Steuern angewandt.
Der tatsdchliche Steueraufwand ist im Geschéftsjahr beeinflusst durch eine strittige Steuernach-
zahlungsforderung in Hohe von TDM 550 bei der slowenischen Tochtergesellschaft, die in den
Steuerriickstellungen berticksichtigt wurde.
Uberleitung vom erwarteten zum tatséchlichen Steueraufwand
1999 1998
TDM TDM
Konzernjahrestiberschuss vor Ertragssteuern 9.049 5.468
Erwarteter Steueraufwand (38 %) 3.439 2.078
Steuererh6hung aufgrund von Thesauierung 329 466
Periodenfremder Steueraufwand 550 -
Abweichende Steuerséatze von Tochtergesellschaften 112 -85
sonstige Abweichungen -1 -9
Tatsachlicher Steueraufwand 4.429 2.450




Konzernanhang

Konzernbilanz

Aktiva
10. Anlagevermdgen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermdgens zeigt folgende Ubersicht:

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand  Zugédnge durch ~ Wahrungs- Zugang Umgliederung Abgang Stand
1.1.1999 Konsolidierung  differenzen ~ Umbuchung Umbuchung(U)  31.12.1999
TDM TDM TDM TDM TDM TDM TDM

Aufwendungen fur die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschéftsbetriebes 2 0 0 0 0 2 0

Anlagevermdgen

Immaterielle Vermdgensgegenstande

Software 545 120 0 55 0 0 720

Geschafts- oder Firmenwert 86 0 0 1.636 0 0 1.722

Entwicklungsleistungen 551 0 0 2.817 0 0 3.368

Nutzungsrechte 1.158 0 23 361 0 0 1.542

geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

2.340 120 23 4.869 0 0 7.352
Sachanlagen

Grundstticke, grundstuicksgleiche

Rechte und Bauten 3.846 142 1 1.801 556 0 6.346

technische Anlagen

und Maschinen 5.671 3 0 1.008 -304 0 6.378

andere Anlagen, Betriebs-

und Geschéftsausstattung 4.779 1.528 111 2.037 511 237 8.729

geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 808 1.023 0 781 -763 45 1.804
15.104 2.696 112 5.627 0 282 23.257

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen

Unternehmen 36 0 0 0 0 0 36

Beteiligungen an assoziierten

Unternehmen 1.026 0 0 170 0 1.196 0

Anzahlungen auf Beteiligungen 409 0 0 0 0 409 0

sonstige Ausleihungen 2 0 0 5 0 0 7

1.473 0 0 175 0 1.605 43

18.919 2.816 135 10.671 0 1.889 30.652

Die aus Unternehmenserwerben resultierenden Geschafts- und Firmenwerte (aktive Unter-
schiedsbetrage aus der Kapitalkonsolidierung) werden aktiviert und planméaBig erfolgswirksam
Uber die jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Geschéfts-

und Firmenwerte aus dem Erwerb von Unternehmen sind in der Position ,,Abschreibungen®
enthalten. Die Zugénge bei den Geschéfts- und Firmenwerten im Geschéftsjahr resultieren aus
den unter Tz 27 dargestellten Unternehmenserwerben.

Software wird als immaterieller Vermdgensgegenstand mit den Anschaffungskosten, vermindert
um planmaRige Abschreibungen, bewertet. Der Geschéfts- oder Firmenwert ist im Rahmen der
Konsolidierung entstanden und geman IAS 22 aktiviert worden.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen fiir sechs Laserentwicklungen und einer Entwicklung im
Bereich Rapid Prototyping werden mit den angefallenen Personal- und Materialkosten bewertet.
Die Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermdgen wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um plan-
maéRige lineare Abschreibungen, bewertet. Grundstiicke werden nicht abgeschrieben.

Die Herstellungskosten umfassen die Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie Fertigungseinzel-
und -gemeinkosten. Wirtschaftsgiter, deren Anschaffungswert weniger als DM 800,— betragt,
werden im Jahr der Anschaffung in voller Héhe abgeschrieben.
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Konzern-Anlagenspiegel
gem. IAS der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen
fiir die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999

Abschreibungen Restbuchwerte -

Stand Zugénge durch Wahrungs Zufiihrung Umgliederung Aufldsung Stand 31.12.1999 Vorjahr
1.1.1999 Konsolidierung differenzen 31.12.1998

TDM TDM TDM TDM TDM TDM TDM TDM TDM
2 0 0 0 0 2 0 0 0
461 96 0 72 0 0 629 91 84
51 0 0 274 0 0 325 1.397 35
0 0 0 222 0 0 222 3.146 551
150 0 -1 278 0 0 427 1.115 1.007
0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 96 -1 846 0 0 1.603 5.749 1.677

743 0 1 171 0 0 915 5431 3.103
2.712 3 0 1.170 -112 0 3.773 2.605 2.959
3.671 1.057 46 830 112 178 5.538 3.191 1.108

0 0 0 0 0 0 0 1.804 808
7.126 1.060 47 2171 0 178 10.226 13.031 7.978
0 0 0 0 0 0 0 36 36
0 0 0 0 0 0 0 0 1.026
0 0 0 0 0 0 0 0 409
0 0 0 0 0 0 0 7 2
0 0 0 0 0 0 0 43 1.473
7.790 1.156 46 3.017 0 180 11.829 18.823 11.128

Es werden folgende Nutzungsdauern unterstellt:

Jahre
Software 3
Geschafts- oder Firmenwert 5
Entwicklungsleistungen 5
Nutzungsrechte 5
Gebéude 25
AuBenanlagen 10
Technische Anlagen und Maschinen 3-10
andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 3-10

Die unter den Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Beteiligung an der
Franklin Industries B.V., Niederlande, soll verduRert bzw. liquidiert werden und wurde daher
gem. IAS 27.13 (a) nicht in die Konsolidierung einbezogen.
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11.Vorréate

Die Vorréte werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem jeweils
niedrigeren realisierbaren Nettoverkaufswert bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren werden mit dem gleitenden Durchschnitt
der Anschaffungskosten bewertet.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse enthalten Fertigungseinzel-
und -gemeinkosten sowie Materialeinzel- und -gemeinkosten.

12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1999 1998
TDM TDM
Nominalbetrag der Forderungen 6.118 4.611
Einzelwertberichtigung J.11 1.22
Pauschalwertberichtigung /.32 J.41
Forderungsbestand nach Wertberichtigungen 6.075 4.548
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bilanziert worden. Kon-
krete und latente Ausfallrisiken wurden durch ausreichende Wertberichtigungen berticksichtigt.
13. Sonstige Vermdgensgegenstande
1999 1998
TDM TDM
kurzfristige Darlehen 208 22
Umsatzsteuer 445 572
Gewerbesteuer 0 178
Ruckdeckungsversicherung 150 120
Ubrige 862 159
1.665 1.524
TDM 150 haben eine Restlaufzeit von tber einem Jahr.
14. Liquide Mittel
Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand TDM 18 (Vorjahr: TDM 14) sowie Guthaben
bei Kreditinstituten TDM 12.857 (Vorjahr: TDM 17.096).
Liquide Mittel umfassen fiir den Zweck der Finanzierungsrechnung Kassenbestande und Bank-
guthaben, gemindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten. In der
Bilanz erfolgt ein getrennter Ausweis von Vermdgensgegenstanden und Schulden.
15. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthalt im Wesentlichen vorausbezahlte Miete und Versiche-
rungsbeitrage in Héhe von TDM 49 (Vorjahr: TDM 84).
16. Steuerabgrenzungsbetrag
Als aktiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern im Wesentlichen aufgrund von Ver-
lustvortrégen, Zwischengewinnen und der Einstellung des Sonderpostens fiir Zuwendungen ge-
bildet. Aktive wie passive latente Steuern wurden mit dem Steuersatz fur Ausschiittungsbelastung
berechnet. Die passiven latenten Steuern sind ausschlief3lich auf aktivierte Entwicklungsleistun-
gen gebildet worden. Die Entwicklung der latenten Steuern stellt sich wie folgt dar:
Aktive latente Steuern
1999 1998
TDM TDM
Steuerliche Verlustvortrage 116 -
Sonderposten 82 -
Zwischengewinneliminierung und andere abzugsféhige temporére Unterschiede 177 85
375 85
Passive latente Steuern
1999 1998
TDM TDM
Aktivierte Eigenleistungen 944 165
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Passiva

17. Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital wurde zunéchst gemafR Gesellschafterbeschluss vom 11. Médrz 1998 durch
Umwandlung von Riicklagen in Hohe von TDM 650 um TDM 4.350 auf TDM 5.000 erhéht.
Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 2. Juni 1998.

GemaR Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Oktober 1998 wurde sodann das Grundkapital
gegen Bareinlagen von TDM 5.000 um TDM 5.500 auf TDM 10.500 durch Ausgabe von
1.100.000 auf insgesamt 2.100.000 auf den Inhaber lautende Stiickaktien erhéht. Die neuen
Aktien wurden zum rechnerischen Nennwert von DM 5,— je Aktie ausgegeben.

18. Kapitalricklage

Die Kapitalriicklage resultiert aus dem gezahlten Aufgeld bei der Ausgabe von Aktien der
Muttergesellschaft aus dem Vorjahr zuziiglich des Optionspreises der Wandelschuldverschreibung
aus dem laufenden Geschéftsjahr.

19. Genehmigtes Kapital/bedingtes Kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Oktober 1998 wurde der Vorstand ermachtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals das Grundkapital um bis zu TDM 2.500 zu erhéhen. Diese Erméchti-
gung ist bis zum 30. Oktober 2003 befristet. Ferner wurde eine bedingte Kapitalerh6hung in
Héhe von TDM 500 im Rahmen einer Mitarbeiterbeteiligung durch Wandelschuldverschreibun-
gen beschlossen. Die Ausgabe von 100.000 Wandelschuldverschreibungen ist, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates, in vollem Umfang vom Vorstand und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie mit
ihr verbundenen Unternehmen angenommen worden. Je DM 5,— Nennbetrag Schuldverschrei-
bungen berechtigen den Inhaber bei Ausiibung des Wandlungsrechtes zum Erwerb einer neuen
Stlickaktie der LPKF Laser & Electronics AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
der LPKF Laser & Electronics AG von DM 5,—. Der Wandlungspreis zum Erwerb einer solchen
Sttickaktie wird nach einer Formel berechnet, die auf einem Vergleich der Wertentwicklung der T
LPKF Aktie zum Deutschen Aktienindex (DAX) basiert. Im Falle der Austibung des Wandlungs- |
rechtes ist fir den Erwerb einer Stiickaktie eine Barzuzahlung in Héhe des Betrages zu leisten, um N
den der Wandlungspreis den anteiligen Nennbetrag der umzutauschenden Schuldverschreibung
Ubersteigt.

Die Laufzeit der Wandelanleihe betréagt 5 Jahre (Laufzeitende 29. Dezember 2003) mit einer jéhr-
lichen Verzinsung von 5 %. Wandlung ist friihestens nach der ordentlichen Hauptversammlung
im Geschéftsjahr 2001 méglich. Die Fremdkapitalkomponete der Wandelschuldverschreibung
wurde unter Beriicksichtigung eines marktgerechten Zinses zum Barwert angesetzt und ist in der
Periode um den Zinsanteil erhdht worden.

Vorstand und Aufsichtsrat des Mutterunternehmens schlagen vor, eine Dividende in Hohe

von DM 0,50 pro Aktie auszuschiitten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung
vorzutragen.

20. Ausgleichsposten fir Anteile anderer Gesellschafter
Der Ausgleichsposten fuir Anteile anderer Gesellschafter an Tochtergesellschaften entwickelte

sich wie folgt:
1999 1998
TDM TDM
Stand 1. Januar 902 864
Zugénge 1.261 38
Stand 31. Dezember 2.163 902
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Die Veranderungen resultieren aus dem auf fremde Gesellschafter entfallenden Anteil am
Jahresergebnis des Konzerns, Verdnderungen aufgrund der Wahrungsumrechnung und aus
MafRRnahmen der Erstkonsolidierung.

21. Ruckstellungen fiir Pensionen

In Deutschland besteht eine beitragsorientierte gesetzliche Grundversorgung der Arbeitnehmer,
die Rentenzahlungen in Abhangigkeit vom Einkommen und den geleisteten Beitragen tber-
nimmt. Demgegeniber bestehen im Ausland leistungsorientierte Versorgungszusagen, die von
den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhéltnissen des jeweiligen Landes abhéngig
sind und in der Regel auf Beschaftigungsdauer und -entgelt der Mitarbeiter basieren.

Die ausgewiesenen Pensionsriickstellungen beinhalten im Wesentlichen leistungsorientierte
Pensionszusagen an die Vorstande der Muttergesellschaft (TDM 345). AuBerdem werden
leistungsorientierte Versorgungszusagen bei auslandischen Tochtergesellschaften ausgewiesen.
Die Berechnung erfolgte nach dem international tiblichen Anwartschaftsbarwertverfahren
(Projected Unit Credit Methode).

Die Berechnung der Pensionsverpflichtung bei der deutschen Muttergesellschaft erfolgte auf
Grundlage der ,,Richtlinien* von Dr. Klaus Heubeck, wobei kiinftige Rentenanpassungen mit

2 % berucksichtigt wurden. Der Abzinsungsfaktor betragt 7 %.

22. Steuerruckstellungen und sonstige Rickstellungen

Ruckstellungen werden fir rechtliche oder effektive Verpflichtungen gebildet, die ihren Ursprung
in der Vergangenheit haben, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfulllung der Verpflichtung zu
einem Abfluss von Konzernressourcen fuihrt und eine zuverléssige Schatzung der Verpflichtungs-

hohe vorgenommen werden kann.

1999 1998
TDM TDM
Korperschaftsteuer 1.337 74
Gewerbesteuer 252 0
Solidaritatszuschlag 0 5
1.793 79
Passive latente Steuern werden gesondert ausgewiesen und unter Tz 16 erlautert.
1999 1998
TDM TDM
Tantieme 549 545
Garantien 358 280
Urlaub 244 157
Ubrige 179 171
1.330 1.153
Ruickstellungen Stand Inanspruchnahme Auflésung Zufiihrung Stand
In TDM 01.01.1999 31.12.1999
Ruickstellungen fiir Pensionen 324 - - 115 439
Steuerriickstellungen 79 35 - 1.545 1.589
Tantieme 545 545 - 549 549
Urlaub 157 157 - 244 244
Garantie 280 280 - 358 358
Ubrige 171 171 — 179 179
Total 1.556 1.188 - 2.990 3.358
23. Verbindlichkeiten
Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgend
dargestellten Verbindlichkeitenspiegel:
Verbindlichkeitenspiegel (in TDM) mit einer Restlaufzeit von
Gesamt- bis zu 1bis5 mehr als gesicherte Art der
Art der Verbindlichkeiten betrag 1Jahr Jahren 5 Jahren Betrage Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenuiber Kreditinstituten 3.310 287 780 2.243 3.057 *
(6.448) (1.318) (2.627) (2.503) (5.891) ™
Wandelschuldverschreibung 462 - 462 - - -
(446) (446) Q) ) Q) )
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ~ 2.094 2.094 - - = =
(1.536) (1.536) e e e ©)
sonstige Verbindlichkeiten 3.787 3.774 - - - -
(544) (544) - - (@) )
9.653 3.529 1.242 2.243 3.057 -
(9.159) (4.029) (2.627) (2.503) (5.891) O]

* Grundschuld, Briefgrundschuld, Sicherungstibereignung von Maschinen und Ausriistungsgegenstanden.
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Weitere Angaben zu den Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten enthalten Darlehen in H6he von TDM 3.616,
deren Verzinsung sich auf 3,75 % p.a. bis 6,25 % p.a. belauft.

Original Darlehen in TDM Zinssatz p.a. Laufzeit
53 5,25 % 07/97 - 05/00
101 6,25 % 02/98 —12/01
1.286 3,75% 09/99 - 09/09
2.250 5,85 % 10/99 —-10/09
24. Anleihe

Bei der Anleihe handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung, die unter der Tz 19 erldutert wird.

25. Steuerabgrenzungsbetrag

Als passiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern aufgrund der Aktivierung von
Entwicklungsleistungen ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden mit dem Steuersatz fir Ausschiit-
tungsbelastung berechnet.

Sonstige Angaben

26. Kapitalflussrechnung

In dem Mittelzufluss aus laufender Geschaftstatigkeit sind Steuerzahlungen in Hohe von TDM 2.961
(Vorjahr: TDM 2.910) sowie Zinsausgaben von TDM 999 (Vorjahr: TDM 593) und Zinseinnahmen
in Hohe von TDM 523 (Vorjahr: TDM 175) enthalten.

27. Unternehmenserwerbe

Zum 1. Januar 1999 hat LPKF Laser & Electronics AG 20 % der LPKF Laser & Electronics Inc., einer
Vertriebsgesellschaft in Oregon/USA, Gbernommen und hélt nun 60 % der Anteile.

Zum 1. Januar 1999 hat ELASER GmbH, eine 100 % Tochter der LPKF Laser & Electronics AG, 80 %
der Anteile der A-Laser Inc., einem Dienstleister im Stencil Service in Oregon/USA, (ibernommen, so
dass LPKF Laser & Electronics AG 20 % und ELASER GmbH nunmehr 80 % der Anteile der Gesell-
schaft halten.

Mit Wirkung zum 31.12.1999 hat LPKF Laser & Electronics AG weitere 0,9 % an der LPKF Motion &
Control GmbH in Suhl/Thiringen erworben und hélt nun 50,9 % der Geschéftsanteile.

Zum 1. Oktober 1999 wurde die LPKF France SARL als Vertriebsfirma fiir den Franzdsischen Markt
gegriindet. LPKF Laser & Electronics AG halt 94,0 % an dieser Gesellschaft.

Zur gleichen Zeit fand die Neugriindung der LPKF Laser Components GmbH, einem Handelsunter-
nehmen fur Laser Komponenten, mit Sitz in Garbsen statt. An diesem Unternehmen ist LPKF Laser
& Electronics AG mit 80 % beteiligt.

Gleichzeitig wurde in Oregon/USA die LPKF Properties LLC gegriindet, die das neue Firmengebéaude an
LPKF Laser & Electronics Inc. vermietet hat. LPKF Laser & Electronics AG ist hier mit 60 % beteiligt.

TDM A-Laser LPKF Inc. LPKFM &C LPKF Franklin Total
Kaufpreis 2.345 409 36 159 2.949
Beizulegender Wert des anteilig
erworbenen Nettovermdgens 1.014 237 8 54 1.313
Goodwill 1.331 172 28 105 1.636
Ermittlung der Netto-Akquisitionen
TDM A-Laser LPKF Inc. LPKFM &C LPKF Franklin

Konzernanteil Konzernanteil Konzernanteil Konzernanteil Total
Anlagevermdgen 272 236 1.152 1.660
Vorréte 239 421 1.401 2.061
Forderungen und sonstige
Vermégensgegenstande 436 676 343 1.455
Flussige Mittel 607 581 552 1.740
Rechnungsabgrenzungsposten 24 24
Ruckstellungen -122 -102 —-204 —-428
Finanzschulden -1.179 -1.179
Verbindlichkeiten aus Lieferung
und Leistung -627 -1.065 -1.692
sonstige Verbindlichkeiten -259 -186 —445
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Equity-Beteiligungsansatz -158 —474 -419 -1.051
Anteile Dritte —474 -411 54 -831
Beizulegender Wert der Netto-Akquisition
abztiglich Goodwill 1.014 237 8 54 1.313
Goodwill 1.331 172 28 105 1.636
Summe der Netto-Aktiva 2.346 409 36 159 2.950
abzglich Flussige Mittel 607 581 552 1.740
Ausstehende Kaufpreisrate 2.346 2.346
Anzahlung auf Kaufpreis -409 -409
Mittelabfluss der Unternehmenserwerbe  -607 -581 -516 159 -1.545
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28. Gewinn pro Aktie

Das unverwésserte Ergebnis je Aktie wird gemaR 1AS 33 als Quotient aus dem den Aktionaren der LPKF
Laser & Electronics AG zustehenden Konzernjahresiiberschuss und der Anzahl der wéhrend des Ge-
schaftsjahres in Umlauf befindlichen Aktien ermittelt.

Eine Verwasserung des Ergebnisses je Aktie tritt dann ein, wenn die durchschnittliche Aktienanzahl
durch Hinzurechnung der Ausgabe potenzieller Aktien aus den von der LPKF Laser & Electronics AG
begebenen Wandelschuldverschreibung erhéht wird. Wandelschuldverschreibungen wirken grundsatz-
lich ergebnisverwéssernd.

1999 1998
Aktienanzahl unverwéssert 2.100.000 2.100.000
Aktienanzahl verwassert 2.200.000 2.200.000%)
Konzernergebnis (in TDM) 4.408 2.872
Eliminierung von Zinsaufwand fir Wandelschuldverschreibung 17
Eliminierung des Steuereffektes auf die Zinsaufwendungen der Wandelschuldverschreibung -7
Unverwassertes Ergebnis je Aktie (in DM) 2,10 1,37
Verwaéssertes Ergebnis je Aktie (in DM) 2,00 1,31
*) Aus Griinden der Vergleichbarkeit wurde fiir das Vorjahr ein entsprechendes Optionsrecht fiir
die Aktienanzahl unterstellt.
29. Dividende je Aktie
Ausschiittungen werden erst nach Beschluss der Hauptversammlung als Gewinnverwendung
berticksichtigt. Bei der Hauptversammlung am 15.06.2000 wird eine Dividende fiir das Jahr 1999 in
Hohe von 0,50 DM je Aktie vorgeschlagen. Diese Dividende wird als Gewinnverwendung erst im
Jahresabschluss 2000 beruicksichtigt.
30. Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen
Nahe stehende Unternehmen TDM
Zeltra Naklo d.o.o., Slowenien
bezogene Lieferungen und Leistungen 1.179
PMV d.o.0., Slowenien
bezogene Leistungen 503

Die Zeltra Naklo d.o.o. wird zu 80 % von einem Geschéftsfiihrer und Gesellschafter sowie zu 20 % von
einem leitenden Angestellten und Gesellschafter eines Tochterunternehmens gehalten. 1999 wurden
von diesem nahestehenden Unternehmen Material- und Anlagenlieferungen, Handelswaren sowie
Dienstleistungen in Hohe von 1.179 TDM bezogen.

Die PMV d.o.0. wird zu 50 % von einem Geschaftsfiihrer und Gesellschafter eines Tochterunterneh-
mens gehalten. Die Geschéftsbeziehungen umfassten in 1999 Entwicklungs- und Fertigungsleistungen
sowie Vermietungen und betrugen 503 TDM.

Ein Mitglied des Aufsichtsorgans erbrachte in 1999 Rechtsberatungsleistungen in Héhe von TDM 21.
AuRerdem wurden zwei nahe Familienangehdrige von Mitgliedern der Unternehmensleitung des Mut-
terunternehmens im Angestelltenverhéltnis beschaftigt.

31. Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen gemaR § 292a HGB fiir die Befreiung von der Erstellung eines Konzernjahres-
abschlusses nach deutschen Rechnungslegungsnormen sind erfuillt. Der Konzernabschluss steht ent-
sprechend der Auslegung durch den Kontaktausschuss der Européischen Kommission insbesondere
im Einklang mit der Richtlinie der Europdischen Union zur Konzernrechnungslegung (Richtlinie
83/349/EWG). Es haben sich folgende von deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abweichende
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden ergeben:

= Aktivierung von Entwicklungskosten

= Bilanzierung der Wandelschuldverschreibung zum Barwert

= Aktivierung von latenten Steuern auf Verlustvortrége

Die Befreiung von der Pflicht zu Aufstellung eines handelsrechtlichen Konzernabschlusses ist fiir die
LPKF Laser & Electronics AG gegeben.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch Verpflichtungen aufgrund des Neubaus in Garbsen
in Héhe von TDM 2.305 fiir das Jahr 2000.

Als Vorstande der Gesellschaft sind bestellt:

Herr Bernd Hildebrandt Vorsitzender
Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann
Herr Dipl.-Ing. Dr. Jérg Kickelhain

Die Verguitung des Vorstandes belief sich auf insgesamt TDM 1.845.



Aufsichtsratsmitglieder sind:

Klaus Stlter Generalbevollméchtigter Cura Consult GmbH (Vorsitzender)

IPO Partner-Consult AG, Wiesbaden (Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Dr. Heino Busching Rechtsanwalt / Steuerberater (stellvertretender Vorsitzender)

IPO Partner-Consult AG, Wiesbaden (stellvertretender Vorsitzender)
Udo B. Hartmann Geschéftsfiihrer der BB-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH

Beirat der Breitfeld & Schlieckert GmbH, Karben

Die Vergutung des Aufsichtsrates belief sich auf insgesamt TDM 127, davon betrafen TDM 28
nachtréglich das Geschaftsjahr 1998.

32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach Schluss des Geschéftsjahres wurde ein Vertrag Gber ein MicrolineLaser-System abgeschlossen,
was als Durchbruch in der Markteinfiihrung dieser neuen Technologie angesehen werden kann.

Hannover, den 1. Marz 2000
LPKF Laser & Electronics AG

Tpad WM o Mik— o —

Bernd Hildebrandt Bernd Hackmann Dr. Jorg Kickelhain

Bestatigungsvermerk

Wir haben den Konzernabschluss der LPKF Laser & Electronics AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Eigenkapitalveranderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, fir
das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 gepruft. Aufstellung und Inhalt des Kon-
zernabschlusses nach den International Accounting Standards des IASC (1AS) liegen in der Verant-
wortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgefiihrten Priifung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den 1AS entspricht. Einige der
dem Konzernabschluss zugrunde liegenden Einzelabschliisse wurden durch andere Abschlusspriifer
gepruft. Soweit sich unser Bestatigungsvermerk auf Werte bezieht, die diese Einzelabschliisse betref-
fen, beruht er ausschlieBlich auf dem Bestatigungsvermerk dieser Abschlussprifer. Die entsprechen-
den Werte betreffen ca. 28 % der Konzernbilanzsumme und 35 % der Konzernumsatze.

Wir haben unsere Konzernabschlusspriifung nach den deutschen Prifungsvorschriften und unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze
ordnungsmafiger Abschlussprifung und der International Standards on Auditing (ISA)
vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass mit hinreichender
Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.
Im Rahmen der Priifung werden die Nachweise fiir die Wertansétze und Angaben im Konzernab-
schluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsétze und der wesentlichen Einschatzung des Vorstandes sowie
die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Auf der Grundlage unserer Prufung sowie der Bestatigungsvermerke der anderen Abschlusspriifer
vermittelt nach unserer Uberzeugung der Konzernabschluss in Ubereinstimmung mit den IAS ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Konzerns sowie der Zahlungsstréme des Geschéftsjahres.

Unsere Pruifung, die sich nach den deutschen Priifungsvorschriften auch auf den vom Vorstand auf-
gestellten Konzernlagebericht flir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 erstreckt
hat, hat zu keinen Einwendungen gefiihrt. Nach unserer Uberzeugung gibt der Konzernlagebericht
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der
kiinftigen Entwicklung zutreffend dar. AufRerdem bestétigen wir, dass der Konzernabschluss und
der Konzernlagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 die Vorausset-
zungen fur eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und
Konzernlageberichtes nach deutschem Recht erfillen.

Hannover, den 17. Mérz 2000

SOCIETATS TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Dr. W. Gebler Dr. M. Schellhorn
Wirtschaftsprifer Wirtschaftspriifer



Jahresabschluss der
LPKF Laser & Electronics AG

Jahresabschluss auf den 31. Dezember 1999 der
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

Bilanz
Aktivseite
31.12.1999 Vorjahr
TDM TDM TDM
Anlagevermdgen
Immaterielle Vermdgensgegenstande
Software 43 84
Nutzungsrechte 140 175
183
Sachanlagen
Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten 3.744 3.103
technische Anlagen und Maschinen 1411 1.633
andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 1.700 783
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 781 808
7.636
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 1.303 402
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 769 0
Beteiligungen 0 167
sonstige Ausleihungen 0 409
2.072 9.891
Umlaufvermdégen
Vorrate
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 40 18
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 172
fertige Erzeugnisse und Waren 8.947 6.341
geleistete Anzahlungen 670 833
9.657
Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.711 4.044
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.805 304
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhéltnis besteht 0 514
sonstige Vermogensgegenstéande 1.042 1.380
7.558
Kassenbestand, Postbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten 10.424 27.639 16.459
Rechnungsabgrenzungsposten 25 87
37.555 37.716



Jahresabschluss der
LPKF Laser & Electronics AG

Jahresabschluss auf den 31. Dezember 1999 der
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

Bilanz
Passivseite
31.12.1999 Vorjahr
TDM TDM TDM
Eigenkapital
gezeichnetes Kapital 10.500 10.500
Kapitalriicklage 17.121 17.100
Bilanzgewinn
Gewinnvortrag 1.534 50
Jahrestiberschuss 2.719 1.484
31.874
Ruckstellungen
Rickstellungen fiir Pensionen 345 331
Sonderriickstellungen 399 79
sonstige Rickstellungen 983 1.101
1.728
Verbindlichkeiten
Anleihe, davon konvertibel DM 500.000,00 500 0
Verbindlichkeiten gegeniliber Kreditinstituten 1.937 4.767
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 446
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 631 743
Verbindlichkeiten gegentiber verbundenen Unternehmen 423 606
Verbindlichkeiten gegeniliber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht 0 185
sonstige Verbindlichkeiten 462 324
davon aus Steuern (TDM 162)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (TDM 171)
3.953 7
37.555 37.716 =
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LPKF Laser & Electronics AG

Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.1999 Vorjahr
TDM TDM TDM
Umsatzerldse 32.140 28.265
Verminderung/Erhéhung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 756 -546
andere aktivierte Eigenleistungen 134 25
sonstige betriebliche Ertrdge 2.036 1.934
Gesamtleistung 35.066 29.678
Materialaufwand
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
fur bezogene Waren 13.656 11.425
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 0 0
Personalaufwand
a) Léhne und Gehalter 6.978 5.457
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung 1.116 1.197
davon fur Altersversorgung: DM 120.667,85 (TDM 378)
Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegen-
stande des Anlagevermdgens und Sachanlagen 1.380 1.192
Abschreibungen auf Vermdgensgegenstande des
Umlaufvermdgens 3 55
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.590 30.723 4.853
4.343 5.499
Ertrége aus Beteiligungen 175 122
davon aus verbundenen Unternehmen: DM 174.857,14 (TDM 54) 0
Ertrége aus Gewinnabfuhrungsvertragen 444 340
an Organgesellschaft weiterbelastete Gewerbesteuerumlage
108 90
sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 451
davon aus verbundenen Unternehmen: DM 41.196,32 (TDM 43) 78
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00 (TDM 0) 352 826 450
Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit 5.169 5.679
AuRerordentliche Ertrage 0 0
Auferordentliche Aufwendungen 0 2.197
AuBerordentliches Ergebnis 5.169 3.482
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.437 1.985
sonstige Steuern 13 2.449 13
Jahresiiberschuss 2.719 1.484
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1.534 50
Bilanzgewinn 4.253 1.534
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